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A method for the packaging of electronic 
components, including the mounting of at least 
one electronic component on its active face side 
to a base, the base including electrical contacts 
on an external face and connection pads on a 
face opposite the external face, and including a 
first series of via holes connecting the electrical 
contacts and the connection pads and a second 
series of holes for use in aspiration. A deformable 
film Is deposited on the face opposite to the 
active face of the electronic component or 
components. The deformable film is aspirated 
through the second series of holes from the face 
opposite the external face of the base, so as to 
sheath the electronic component or components. 
The method may furthermore include, on top of 
the deformable film, a mineral deposition to 
provide for the hermetic sealing of the 
components and a conductive deposition to 
provide for the shielding. Such an application 
may find particular application to surface wave 
filters. 
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PROCEDE D'ENCAPSULATION DE COMPOSANTS ELECTRONIQUES. 

L'invention concerne un procede d'encapsulation de 
composants electroniques comprenant les etapes 
suivantes: 

- Le report d'au moins un composant electronique (10) 
cote face active sur una embase (20), ladite embase com- 
portant sur une premiere face des contacts electrlques (1 01 , 
102, 107), sur une seconde face des plots de connexions 
(201 , 202), et comportant une premiere serie de vias (301 , 
302) reliant les contacts electrlques et les plots de con- 
nexion et une serie de trous (50). 

- Le depot d'un film deformable (40) sur la face opposee 
a la face active du ou des composants electroniques. 

- L'aspiration du film deformable, au travers de la serie 
de trous (50) depuis la seconde face de I'embase, de ma- 
niere a envelopper le ou lesdits composants electroniques. 

Le procede peut comprendre en outre au-dessus du film 
deformable, un depot mineral pour assurer I'hermeticite des 
composants et un depot conducteur pour assurer le blinda- 
ge. 

Applications: filtres a ondes acoustiques de surface. 
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PROCEDE D'ENCAPSULATION 
DE COMPOSANTS ELECTRONIQUES 



5 

La presente invention concerne I'encapsulation de composants 
electroniques, en particulier de composants dent la surface doit etre libre tels 
les filtres a ondes acoustiques de surface (SAW), les composants RF, les 
capteurs et plus precisement le precede de realisation d'une telle 

10 encapsulation. 

Les composants a ondes de surface (COS) utilises dans le 
domaine electronique notamment comme filtres dans les domaines radio 
frequences ou frequences intermediaires dans le but de selectionner des 
bandes de frequences dans la telephonie mobile, utiiisent ie principe de la 

15 generation et de la propagation d'ondes acoustiques k la surface d'un 
; substrat piezoelectrique. Cette fonctionnalite necessite de menager un 
espace libre a la surface du composant ou se propagent les ondes 
acoustiques. Ainsi les precedes classiques de protection des composants a 
ondes acoustiques de surface utiiisent des boTtiers ceramiques ou 

20 metalliques scelles hermetiquement. Cependant ces precedes sont couteux 
et peu productifs, et rendent difficiles la miniaturisation des composants. 

Dans le domaine des composants a semi-conducteur, les 
technologies d'assemblage dites CSP (pour Chip-size ou Chip-scale 
Package c*est-a-dire encapsulation a la taille ou a Techelle de la puce) 

25 permettent un haut degre de miniaturisation. Celle qui presente actuellement 
le plus d'interet en termes de degre de miniaturisation et de cout est basee 
sur un report flip-chip (technique de la puce retoumee connue de I'homme de 
Tart) comme lllustre en Figure 1 . 

Plus precisement un composant a semi-conducteur 1 est relie a 

30 une embase 2 par Tintermediaire de contacts 11 et 12 de type « flip-chip ». 
Des plots elect riques 21 et 22 permettent de connecter I'ensemble du 
composant 1 a des circuits exterieurs par des metallisations intemes et des 
vias au travers de Tembase, Une resine d'encapsulation 3 vient consolider 
Tassemblage mecanique et assurer une protection du composant. 

35 Cependant ce precede n'est pas directement applicable aux 

composants a ondes de surface : la resine de surmoulage remplit I'interstice 
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entre le composant et le substrat, ce qui perturbe la propagation des ondes 
acoustiques de surface. D'autre part, la surface active n*etant pas passivee 
. contrairement aux composants a semi-conducteurs, la resine seule ne 
constitue pas une barriere suffisante vis-a-vis d'agressions exterieures, telle 

5 que riiumidite. 

Cast pourquoi la presente invention propose un precede 
d'assennblage et de protection de type CSP compatible avec les composants 
a ondes de surface. Ce precede permet un report de type flip-chip et un 
sumnoulage de resine tout en pemnettant de menager la cavite necessairef a 

10 la propagation des ondes acoustiques a la surface du composant. Ce 
precede permet aussi de realiser une protection supplementaire rendant 
Tensemble hermetique et insensible a I'humidite. Cette protection peut 
egalement constituer un blindage electromagnetique de Tensemble. 

Plus precisement invention a pour objet un procede 

15 d'encapsulation de composant electronique caracterise en ce qu'il comprend 
les etapes suivantes. 

- Le report d'au moins un composant electronique cote face 
active sur une embase, ladite embase comportant sur une 
premiere face des contacts electriques, sur une seconde face 

20 des plots de connexions et comportant une serie de vias reliant 

les contacts electriques et les plots de connexion et une serie 
de trous. 

- Le depot d'un film deformable sur la face opposee a la face 
active du ou des composants electroniques. 

25 - L'aspiration du film deformable, au travers de la serie de trous 

depuis la seconde face de I'embase, de manl^re a envelopper 
le ou lesdits composants electroniques. 
L'invention a aussi pour objet un procede de fabrication collective 
de composants electroniques encapsules comprenant les etapes suivantes. 

30 - Le report collectif de composants electroniques cote face 

active sur une embase, ladite embase comportant sur une 
premiere face des contacts electriques, sur une seconde face 
des plots de connexions et comportant une serie de vias reliant 
les contacts electriques et les plots de connexion et une serie 

35 de trous. 
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- Le depot d'un film deformable sur I'ensemble des faces 
opposees aux faces actives des composants electroniques. 

- Uaspiration du film deformable, au travers de la s6rie de trous 
depuis la seconde face de Tembase, de maniere a envelopper 

5 lesdits composants. 

- Le depot d'une resine d'encapsulation sur le film deformable de 
maniere a assurer la protection hermetique des composants 
electroniques. 

- La d6coupe de Tensemble resine/film deformable/embase de 
10 maniere a individualiser les composants electroniques 

encapsules. 

Selon una variante de Tinvention le ou les composants sont des 
dispositifs a ondes de surface. 

Avantageusement {'aspiration du film deformable est couplee a 
15 une etape de chauffage et/ou a rapplication d'une pression a la surface du 
film souple. 

Selon une variante de invention , le procede d'encapsulation 
comprend en outre un depot mineral pour assurer rhermeticite, au-dessus du 
film deformable. 

20 Avantageusement le procede d'encapsulation peut egalement 

comprendre un depot conducteur au-dessus du film deformable pour assurer 
ie blindage des composants. 

L'invention sera mieux comprise et d'autres avantages 
apparaitront a la lecture de la description qui va suivre donnee k titre non 

25 limitatif et grace aux figures annexees parmi lesquelles : 

- La Figure 1 illustre un example de composant encapsule selon 
Tart connu. 

- Les Figures 2a a 2b illustrent les etapes d'un procede 
d'encapsulation selon l'invention. 

30 - Les Figures 3a et 3b illustrent une etape d'un procede 

d'encapsulation selon Tinvention comprenant la reprise de 
contact electrique par gravure du film defomnable, 

- Les Figures 4a et 4b illustrent une etape de protection finale 
des composants prealablement enrobes par le film souple, par 
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une resine epaisse, et la decoupe d'individualisation des 
composants. 

Nous allons decrire un precede de fabrication collective de 
composants electroniques encapsules particulierement adapte dans le cas 
de composants a ondes acoustiques de surface pour lesquels il est imperatif 
de preserver un espace libre pour la propagation des ondes acoustiques. 

Le precede de fabrication comporte une premiere etape 
illustree en Figure 2a dans laquelle les composants 10 sont reportes 
collectivement sur une plaque 20. Cette plaque comporte les plots de 
connexion 201 et 202 sur une de ses faces dite face exterieure et des plots 
de connexion 101 et 102 sur la face opposee a la face exterieure. Ces 
derniers plots 101 et 102 permettent de connecter a Texterieur les contacts 
electriques 103 et 104 des composants 10 par report de type « flip-chip » par 
rintermediaire de premiers vias conducteurs 301. 302 et d'elements 
conducteurs intermediaires 105, 106. Ces elements conducteurs 
intermediaires peuvent etre des billes metalliques en or ou etre des billes de 
soudures. L'operation de contact electrique peut etre faite par 
tiriermocompression, collage ou soudure par ultrasons. 

Une seconde etape consiste a deposer un film deformable 40 sur 
I'ensemble des composants comme illustre en Figure 2b. Par aspiration au 
travers d'une serie de trous 50 realises dans la plaque 20, ce film se 
conforme en enveloppant les composants. II peut s'agir par exemple d'un film 
plastique deformable. L'operation d^aspiration peut avantageusement etre 
combin6e ^ une operation de chauffage et/ou a Tapplication d'une pression k 
la surface du film pour ameliorer sa defonnation. Typiquement Toperation 
d'aspiration peut etre realisee dans un autoclave sous vide. Le film 
defomnable est de preference un film tres mince pouvant avoir une epaisseur 
de Tordre d'une centaine de microns. En parallele on realise egalement 
Tadherence definitive du film au moins sur la plaque. Pour ce faire. on peut 
avantageusement utiliser un adhesif depose prealablement sur I'ensemble 
de la face du film dirige vers les composants, ou sur tout ou partie de la 
plaque. On peut egalement utiliser un film qui presente des proprietes de 
thermo-adherence (film thermoplastique) pouvant etre mis en oeuvre par 
Teffet de la temperature et de la pression. De fagon operationnelle, ce film 
peut etre conducteur. Notamment il peut s'agir d'un polymere charge de 
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particules conductrices, ou d'un film metallise sur une de ses faces. II peut en 
outre etre compose de plusieurs couches de maniere a en combiner les 
proprietes de chacune d'entre elles. Par exemple 11 est possible d'utiliser une 
couche conductrice ou une couche minerale presentant des proprietes de 

5 barriere d'humidite, chacune des couches etant de tres faibles epaisseurs de 
quelques dixiemes de microns a quelques microns. 

La couche minerale peut etre de type SiOa, SiN, deposee sous 
vide par pulverisation ou plasma. II est egalement possible de deposer une 
couche organique de type parylene pour assurer une protection contre 

10 Thumidite. 

Uinteret d'utiliser notamment une couche conductrice est 
d'assurer un blindage electromagnetique du composant. Si cette couche doit 
etre reliee a la masse, on peut avantageusement realiser prealablement une 
gravure dans le film deformable 40 afin de degager une plage conductrice 

15 correspondant a un plot de masse de I'embase. Cette ouverture peut etre 
realisee par exemple par pergage laser ou mecanique (decoupe partielle a la 
scie). Plus precisement la Figure 3a illustre une vue de dessus de i'embase 
comprenant les trous 50, par lesquels Taspiration vient plaquer le film 
deformable sur I'embase. Des anneaux de masse 107 correspondent aux 

20 plots de masse illustres sur la coupe selon Taxe AA' de la Figure 3b. Le film 
deformable 40 est grave sur une partie de i'embase comme I'illustre 
ciairement la Figure 3a el notamment sur une partie des anneaux de 
masse 107. Ainsl lors d'un depot conducteur ulterieur, il sera possible de 
reprendre le contact electrique au niveau des plots 107. 

25 Le precede selon I'invention comprend en outre une etape de 

protection finale realisee par le coulage sur I'ensemble de la plaque, d'une 
resine d'encapsulation 70 pouvant etre de type resine epoxy chargee de 
particules minerales au-dessus d'un depot conducteur 60 et du film 
deformable 40. Le film deformable prealablement depose constitue alors une 

30 barriere empechant ainsi a ladite resine d'encapsulation de penetrer entre 
I'embase et les composants, comme illustre en Figure 4a. 

De maniere classique, les composants peuvent alors etre testes 
electriquement sur la plaque, marques individuellement, puis separes par 
decoupe mecanique a Taide d'une scie, comme illustre en Figure 4b. 
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Le procede d'encapsulation collective selon Tinvention permet 
ainsi d'acceder a un degre d*integration eleve en raison de la faible epaisseur 
du film deformable. De plus le film et la resine d'enrobage renforcent la tenue 
mecanique de I'assemblage ce qui rend ce procede parfaitement compatible 
5 avec des composants a ondes acoustiques de grandes dimensions (ce qui 
n*est pas le cas de I'encapsulation en boitier henmetique classique avec 
assemblage de type "flip-chip"). 



REVENDICATIONS 



1 . Procede d'encapsulation de composant electronique caracterise 
en ce qu'il comprend les etapes suivantes. 

- Le report d'au moins un composant electronique (10) cote face 
active sur une embase (20), ladite embase comportant sur une 
premiere face des contacts electriques (101, 102, 107), sur une 
seconde face des plots de connexions (201, 202), et 
comportant une premiere serie de vias (301, 302) reliant les 
contacts electriques et les plots de connexion et une serie de 
trous (50). 

- Le depot d'un film defomnable (40) sur la face opposee a la 
face active du ou des composants electroniques. 

- L'aspiration du film deformable, au travers de la serie de trous 
(50) depuis la seconde face de Tembase, de maniere a 
envelopper le ou lesdits composants electroniques. 

2. Procede d'encapsulation selon la revendication 1, caracterise 
en ce que le ou les composants sent des dispositifs a ondes de surface. 

3. Procede d'encapsulation selon I'une des revendications 1 ou 2, 
caracterise en ce que le report est effectue par Tintermediaire de billes 
metalliques soudees (105. 106). 

4. Procede d'encapsulation selon Tune des revendications 1 a 3, 
caracterise en ce qu'il comprend une etape de chauffage combinee a I'etape 
d'aspiration. 

5. Procede d'encapsulation selon Tune des revendications 1 a 4, 
caracterise en ce que I'etape d'aspiration est effectuee avec Tapplication 
d'une pression a la surface dudit film. 

6. Procede d'encapsulation selon Tune des revendications 1 a 5, 
caracterise en ce que le film deformable comporte un adhesif sur sa face en 
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contact avec la face opposee a la face active du ou des composants 
electroniques. 

7. Procede d'encapsulation salon Tune des revendications 1 a 5, 
5 caracterise en ce que le film deformable est un film thermoplastique. 

8. Procede d'encapsulation selon Tune des revendications 1 a 7, 
caracterise en ce que le film deformable est un film conducteur. 

10 9. Procede d'encapsulation selon Tune des revendications 1 a 8, 

caracterise en ce que le film deformable a une epaisseur de Fordre de 
quelques dizaines de microns. 

10. Procede d'encapsulation selon Tune des revendications 1 a 9 
15 caracterise en ce qu'il comprend en outre un depot mineral sur le film 

deformable. 

11. Procede d'encapsulation selon Tune des revendications 1 a 10 
caracterise en ce qu'il comprend un depot conducteur pour assurer le 

20 blindage des composants (60). 

12. Procede d'encapsulation selon Tune des revendications 1 a 11 
caracterise en ce qu'il comprend une etape de decoupe locale du film 
deformable au moins au niveau de certains plots de connexions de maniere 

25 a assurer une reprise des contacts electriques. 

13. Procede d'encapsulation selon I'une des revendications 1 a 
11, caracterise en ce qu'il comprend le depot d'une resine epaisse 
d'encapsulation (70) sur le film souple de maniere a assurer la protection 

30 hermetique du ou des composants electroniques. 

14. Procede de fabrication collective de composants electroniques 
encapsules comprenant les etapes suivantes. 

Le report collectif de composants electroniques (10) cote face 
35 active sur une embase (20), ladite embase comportant sur une 




9 



2799883 



premiere face des contacts electriques (101. 102, 107), sur 
une seconde face des plots de connexions (201, 202) une 
premiere serie de vias (301, 302) reliant les contacts 
electriques et les plots de connexion et une seconde serie de 
trous (50). 

Le depot d'un film deformable (40) sur I'ensemble des faces 
opposees aux faces actives des composants electroniques. 
L'aspiration du film deformable. au travers de la serie de trous 
depuis la seconde face de Tembase, de maniere a envelopper 
lesdits composants. 

Le depot d'une resine d'encapsulation (70) sur le film 
deformable de maniere a assurer la protection hermetique des 
composants electroniques. 

La decoupe de Tensemble resine/film deformable/embase de 
maniere a individualiser les composants electroniques 
encapsules. 
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FIG.4b 
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